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(57)【要約】
【課題】水晶片を外形が大きくならないように水晶基板
から折り取ることができる技術を提供すること。
【解決手段】水晶基板をなすウエハＷに、水晶片２１の
一辺２１ａとウエハＷとを接続する接続部２２を除いて
当該水晶片２１の外形に沿って設けられる外形形成用の
貫通溝６１と、前記接続部２２の両側において互いに対
向するように水晶片２１に進入して伸びる切り込み貫通
溝６２と、この切り込み貫通溝６２同士の間に、前記水
晶片２１を切り離す位置を規制するために設けられる切
り離し用貫通溝６３とを、前記ウエハＷに対してウェッ
トエッチングを行うことにより形成し、次いで前記水晶
片２１に励振電極及び引き出し電極を形成する。この後
これら電極が形成された水晶片２１を前記切り離し用貫
通溝６３が形成された位置において前記ウエハＷから切
り離すことにより水晶振動子２を製造する。
【選択図】図４



(2) JP 2010-11352 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　矩形状の水晶片と、この水晶片に形成された励振電極及び引き出し電極と、を備えた水
晶振動子を製造する方法において、
　水晶基板に、前記水晶片の一辺と水晶基板とを接続する接続部を除いて当該水晶片の外
形に沿って設けられる外形形成用貫通溝と、前記接続部の両側において互いに対向するよ
うに前記水晶片に進入して伸びる切り込み貫通溝と、この切り込み貫通溝同士の間に、前
記水晶片を前記水晶基板から切り離す位置を規制するために設けられる切り離し用貫通溝
とを、前記水晶基板に対してウェットエッチングを行うことにより形成する工程と、
　次いで前記水晶片に前記励振電極及び引き出し電極を形成する工程と、
　次いでこれら励振電極及び引き出し電極が形成された水晶片を前記切り離し用貫通溝が
形成された位置において前記水晶基板から切り離す工程と、を含むことを特徴とする水晶
振動子の製造方法。
【請求項２】
　前記切り込み貫通溝は、前記引き出し電極が形成される領域よりも前記水晶片における
前記一辺側に寄った位置に形成されることを特徴とする請求項１記載の水晶振動子の製造
方法。
【請求項３】
　前記切り込み貫通溝により形成される前記水晶片の側面に前記引き出し電極が形成され
ることを特徴とする請求項１又は２記載の水晶振動子の製造方法。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか一に記載された手法により形成されたことを特徴とする水
晶振動子。
【請求項５】
　請求項４に記載の水晶振動子を含むことを特徴とする電子部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水晶片に励振電極及び引き出し電極が形成された水晶振動子の製造方法及び
水晶振動子並びに電子部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　水晶振動子は、水晶片と、その水晶片の両面に各々設けられた励振電極とを有する素子
であり、前記励振電極に電圧を印加すると、水晶の圧電逆効果によって結晶振動が励起さ
れる特性を利用し、周波数や時間の基準源として発振器等の電子部品に広く用いられてい
る。この際、水晶により構成されたウエハＷから水晶片を形成するにあたり、図１３に示
すように、水晶片１１とウエハＷとを接続する接続部１０が残るように、水晶片１１の形
成領域の周に沿ってウエハの表裏を貫通する貫通溝１２を形成し、続いて各水晶片１１が
前記接続部１０によりウエハＷに固定された状態で、前記貫通溝１２を利用して水晶片１
１の表裏に跨る電極（励振電極及び引き出し電極）を形成し、この後ウエハＷから当該水
晶片１１を切り離すことが検討されている。
【０００３】
　この際、ウエハＷを構成する水晶としては、水晶振動子が常温付近に使用されるにあた
って良好な周波数安定性が得られる等の利点があることからＡＴカットされた水晶が用い
られる。そして前記水晶片１１の外形を形成するときには、ウエハＷにおける水晶層の表
面及び裏面に、当該水晶層をエッチングするためのマスクとなる金属膜を夫々成膜し、こ
の金属膜の表面にレジスト膜を形成する。そしてこのレジスト膜に、前記水晶片の形成領
域に沿ったマスクパターンを形成した後、前記ウエハＷを例えばフッ酸を含む溶液に浸漬
させることにより、マスクパターンが形成された領域をエッチングにより除去し、こうし
て各水晶片の周囲に貫通溝を形成することによって水晶片の外形が形成される。
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【０００４】
　この後既述のように各水晶片１１に対して電極が形成された後、各水晶片１１をウエハ
Ｗから治具で挟んで折ったり、若しくは吸着ノズルでピックアップすることにより折り取
って切り離すことが行われる。この際この折り取り作業を容易にするために、前記接続部
１０には水晶片１１の外形に沿って切り離し用溝部１３が形成されている。この切り離し
用溝部１３は、例えば前記接続部１０の基端側（水晶片１１側）における水晶片１１の外
形線１４に沿って貫通溝１２から接続部１０の内側に向けて形成されており、この切り離
し用溝部１３が形成された領域は、接続部１０における他の領域よりも幅狭となることか
ら、折り取り易くなっている。この切り離し用溝部１３も貫通溝１２の形成時に同時にエ
ッチングにより形成される。
【０００５】
　しかしながら前記水晶片１１の折り取り作業では、例えば作業者が前記きり離し用溝部
１３が形成された領域を目印にして手作業にて各水晶片１１の折り取り作業を行っている
ので、水晶片１１の折り取り状態にばらつきが生じ、例えば図１３に示すように、切り離
し用溝部１３の外側で折り取られてしまい、接続部１０の一部が残った状態で水晶片１１
が切り離される場合もある。このように水晶片１１の外形から一部が飛び出た状態になる
と、水晶片１１が予め設定されていた大きさよりも大きくなってしまうため、後の工程に
おいて当該水晶片１１をパッケージに収納する際に、所定の位置に収納できなくなったり
、パッケージに設けられた電極との接触が悪くなって、電気的特性が悪化してしまうとい
う等の問題が発生するおそれがある。この際、近年においては、パッケージ型水晶振動子
の薄型化、小型化が要求される傾向にあるため、水晶片１１の外形が多少大きくなったと
しても収納できるように、予めパッケージにおける水晶片１１の収納領域に余裕を持たせ
ておくという発想は得策ではない。
【０００６】
　さらにパッケージ型水晶振動子の薄型化、小型化に伴い、次のような問題も懸念されて
いる。つまりパッケージの大きさに合わせて水晶片１１の大きさもより小型化される傾向
にあるが、水晶片１１が小さくなると励振電極や引き出し電極の形成領域が小さくなって
しまうので、励振電極及び引き出し電極を合わせた電極部分のトータルの表面積も小さく
なる。このため電極や外形の寸法に制約ができてしまい、特性（フィルタ特性）の条件出
しが困難になってしまう。
【０００７】
　そこで本発明者らは、水晶片１１をウエハＷから切り離す際に、水晶片１１が予め設定
された大きさよりも大きくならないように、前記切り離し用溝部１３を水晶片１１の外形
線１４よりも内側に形成すると共に、引き出し電極の形成領域を大きくすることができる
構造について検討している。この際水晶片１１の表面及び裏面についてはこれ以上引き出
し電極形成領域については大きくすることは難しいため、水晶片１１の側面を利用して引
き出し電極の形成領域を大きくすることを検討している。
【０００８】
　ところで前記水晶片の切り離し用の切り込み部を水晶片の外形よりも内側に形成する構
成としては、特許文献１に提案されている。しかしながらこの特許文献１の構成は音叉型
水晶振動子を対象としており、水晶片の形状自体が異なるものである上、音叉型水晶振動
子は水晶片の側面に引き出し電極を形成する構成ではないので、水晶片の側面を利用して
引き出し電極の形成領域を大きくするという点については想定されておらず、特許文献１
によっても本発明の課題を解決することはできない。
【０００９】
【特許文献１】特開２００３－１９８３０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
本発明は、このような事情の下になされたものであり、その目的は、水晶片を外形が大き
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くならないように水晶基板から切り離すことができる技術を提供することにある。また本
発明の他の目的は、引き出し電極の形成領域を増大させることができる技術を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　このため本発明は、矩形状の水晶片と、この水晶片に形成された励振電極及び引き出し
電極と、を備えた水晶振動子を製造する方法において、
　水晶基板に、前記水晶片の一辺と水晶基板とを接続する接続部を除いて当該水晶片の外
形に沿って設けられる外形形成用貫通溝と、前記接続部の両側において互いに対向するよ
うに前記水晶片に進入して伸びる切り込み貫通溝と、この切り込み貫通溝同士の間に、前
記水晶片を前記水晶基板から切り離す位置を規制するために設けられる切り離し用貫通溝
とを、前記水晶基板に対してウェットエッチングを行うことにより形成する工程と、
　次いで前記水晶片に前記励振電極及び引き出し電極を形成する工程と、
　次いでこれら励振電極及び引き出し電極が形成された水晶片を前記切り離し用貫通溝が
形成された位置において前記水晶基板から切り離す工程と、を含むことを特徴とする。
【００１２】
　ここで前記切り込み貫通溝は、前記引き出し電極が形成される領域よりも前記水晶片に
おける前記一辺側に寄った位置に形成されることが好ましい。また前記切り込み貫通溝に
より形成される前記水晶片の側面に前記引き出し電極が形成されることが好ましい。
【００１３】
　また本発明の水晶振動子は、既述の手法により形成されたことを特徴とし、本発明の電
子部品はこのような水晶振動子を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明においては、水晶片を水晶基板に接続部により接続された状態で多数配列して形
成し、その後水晶片を水晶基板から折り取って個片化するにあたり、水晶片に進入した位
置において前記水晶片を切り離す位置を規制するために切り離し用貫通溝を形成したので
、水晶片を外形が大きくならないように水晶基板から切り離すことができ、その外形線よ
りはみ出た部分が発生しない水晶片を得ることができる。また前記水晶片に進入する切り
込み貫通溝を形成し、これにより形成される水晶片の側面に引き出し電極を形成している
ので、水晶片を大きくせずに、前記引き出し電極の形成領域を増大させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の一実施の形態について以下に説明する。先ずＡＴカットされた水晶より構成さ
れる基板であるウエハＷから、本発明の水晶振動子を製造する方法について、図１～図５
を参照しながら説明する。図１（ａ）は前記ウエハＷの表面を示している。図中点線で囲
まれる領域は水晶振動子が形成される領域１０１～１０３を示しており、各領域はウエハ
Ｗの結晶軸であるＸ軸及びＺ´軸に並行する線分により囲まれる四角形の領域として設定
される。この例ではＺ´軸についてウエハＷを表側から見た右側を＋Ｚ方向、左側を－Ｚ
方向と夫々呼ぶ。また水晶振動子２が形成される領域は、図中鎖線で囲まれるデバイス形
成領域１００全体に亘り、後述する各処理はこのデバイス形成領域１００全体に対して行
なわれる。
【００１６】
　先ず水晶振動子を製造するにあたり、前記デバイス形成領域１００に対して、水晶振動
子を構成する水晶片が所望の周波数特性を備えるように、水晶振動子形成領域１０１～１
０３の厚さを調整する工程が実施される。図２は、前記ウエハＷに各処理が行われること
により、当該ウエハＷにおける水晶振動子形成領域１０１，１０２の縦断面が変化する様
子を示している。図２（ａ），（ｂ）に示すように、ウエハＷの水晶層２０の表面に、エ
ッチングのマスクとなるＣｒ及びＡｕからなる金属膜３１，３２を成膜し、次いで図２（
ｃ）に示すように、この金属膜３１，３２の上にレジスト膜３３，３４を夫々成膜する。
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ウエハＷは、各領域１０１，１０２の形状に応じたパターンマスクを用いて露光された後
、現像され、各領域１０１，１０２におけるレジスト膜３３が除去される。続いて除去さ
れずに残ったレジスト膜３３をマスクとして各領域１０１,１０２における金属膜３１が
エッチングされて除去される（図２（ｄ）参照）。然る後、水晶層２０から形成される水
晶片２１が所望の周波数特性を備えるように、金属膜３１をマスクとして領域１０１,１
０２における水晶層２０がエッチングされ、当該水晶層２０の厚さが調整される（図２（
ｅ）参照）。前記エッチング後、例えばウエハＷの表面側のレジスト膜３３、裏面側の金
属膜３２及びレジスト膜３４が剥離され、水晶層２０に対してその周波数特性の確認が行
われる（図２（ｆ）参照）。
【００１７】
　続いて水晶振動子形成領域１０１を例にして、水晶片２１の外形を形成する工程につい
て説明する。この工程では、先ず図３（ａ）に示すように、前記周波数特性の確認が行わ
れたウエハＷの表面に、水晶片２１の外形を形成するために行うエッチングのマスクとな
るＣｒ及びＡｕからなる金属膜４１を例えばスパッタにより成膜し、この金属膜４１の上
にレジスト膜４２を成膜する。次いでこのレジスト膜４２が露光、現像され、当該レジス
ト膜４２に、水晶片２１の外形用開口領域の形状に対応した所定のレジストパターンが形
成され、続いてこのレジストパターンに沿って金属膜４１をエッチングして、金属膜４１
に水晶層２０が露出される開口領域５１が形成されたエッチングのマスク５が形成される
（図１（ｂ）、図３（ｂ）参照）。
【００１８】
　この際前記マスク５における前記開口領域５１は、図４に示すように、前記水晶片２１
の一辺と当該ウエハＷとを接続する接続部２２を除いて当該水晶片２１の外形に沿って形
成される外形形成用貫通溝６１と、前記接続部２２の両側において互いに対向するように
水晶片２１に進入して伸びる切り込み貫通溝６２と、この切り込み貫通溝６２同士の間に
、前記水晶片２１をウエハＷから切り離す位置を規制するために設けられる切り離し用貫
通溝６３の形状に形成される。
【００１９】
　ここで前記切り込み貫通溝６３が水晶片２１に進入するとは、図４に示すように、水晶
片２１における接続部２２が設けられた一辺２１ａにて、接続部２２を除いた辺に沿って
形成される外形線Ａから水晶片２１側に入り込むように形成されることをいう。また外形
形成用貫通溝６１の幅は例えば水晶片の厚みの１～２倍程度の大きさ、切り込み貫通溝６
２の幅は例えば３～３０μｍ程度に形成され、前記切り込み貫通溝６２における前記水晶
片２１に進入する長さ方向の大きさＬ１は、切り込み貫通溝６２が後述する引き出し電極
が形成される領域よりも水晶片２１の前記一辺２１ａ側に寄った位置に形成される。
【００２０】
　続いてウエハＷは例えばエッチング液であるフッ酸を含む溶液に浸漬されてマスク５の
パターンに沿って水晶層２０がエッチングされ、こうしてマスク５の開口領域５１の形状
に溝部が徐々に形成されていく（図３（ｃ）参照）。さらに水晶層２０のエッチングが進
行して、水晶片２１の周囲に外形形成用貫通溝６１、切り込み貫通溝６２、切り離し用貫
通溝６３が形成され、水晶片２１の外形が形成される（図３（ｄ）参照）。この後、レジ
スト膜４２と金属膜４１が除去される。
【００２１】
　続いて図５及び図６を参照して、水晶片２１に励振電極及び引き出し電極を形成して水
晶振動子２を製造する工程について説明する。なお図４、図５（ａ）では、図３（ｄ）の
工程の後にレジスト膜４２と金属膜４１とが除去された状態におけるウエハＷの表面及び
縦断面の様子を夫々示している。この電極を形成する工程では先ず図５（ｂ）に示すよう
に、水晶片２１の周囲、つまり水晶片２１の表面、裏面及び側面に、励振電極及び引き出
し電極を構成する導電性膜７１，７２を形成する。この導電性膜７１，７２としては、例
えばＣｒ膜を下層にＡｕ膜を上層にした積層膜等が用いられ、例えばウエハＷの表面及び
裏面側から蒸着あるいはスパッタリングにより形成される。ここで導電性膜７１，７２は
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外形形成用貫通溝６１を介して水晶片２１の側面に形成されると共に、切り込み貫通溝６
２により形成される側面にも形成される。
【００２２】
　続いて前記導電性膜７１，７２の上にレジスト膜７３，７４が形成される。このレジス
ト膜７３，７４の形成は、例えばウエハＷの表面及び裏面側から、例えば静電スプレー法
等によりウエハＷに対してレジスト液を噴霧することにより行われる。ここでレジスト膜
は外形形成用貫通溝６１を介して水晶片２１の側面に形成され、また切り込み貫通溝６２
に形成される水晶片２１の側面にも形成される。次いでこのレジスト膜７３，７４は露光
、現像されることにより、水晶片２１の励振電極及び引き出し電極の形状に夫々対応する
ように成形され、所定のレジストパターンが形成される（図５（ｃ）参照）。
【００２３】
　次いで図５（ｄ）に示すようにレジスト膜７３，７４をマスクとして導電性膜７１，７
２をエッチングし、励振電極及び引き出し電極を形成する。然る後、レジスト膜７３，７
４を除去し、図５（ｅ）、図６に示すように、例えば切り離し用貫通６３における水晶片
２１側に寄った切り離し線Ｂから折り取ることにより水晶片２１をウエハＷから切り離し
て個片化し、こうして水晶片２１に励振電極や引き出し電極が形成された水晶振動子２が
製造される。この際前記水晶片２１の折り取り作業は、例えば既述のように、各水晶片２
１をウエハＷから治具で挟んで折ったり、若しくは吸着ノズルでピックアップすることに
より折り取ることによりが行われる。
【００２４】
　ここで図６～図８を参照して水晶振動子２の構造について説明するが、図７（ａ），（
ｂ）は夫々水晶振動子２の表面及び裏面を示していて、当該水晶振動子２の表面及び裏面
は夫々同様のレイアウトとなるように構成されている。水晶片２１における接続部２２が
形成された領域は、既述の手法により水晶片２１がウエハＷから切り離されることにより
、前記一辺２１ａから水晶片２１の内側に入り込むように凹部２３として構成される。こ
の水晶片２１の表面中央と裏面中央には夫々一対の励振電極２４，２５が形成されると共
に、これら励振電極２４，２５には夫々引き出し電極２６，２７が励振電極２４，２５と
一体的に形成されている。これら引き出し電極２４，２５は夫々水晶片２１の前記一辺２
１ａ側に展伸され、水晶片２１の側面を介して水晶片２１の裏面（表面）に跨るように形
成されると共に、前記凹部２３における内側面２３ａ，２３ｂを介して水晶片２１の裏面
（表面）に跨るように形成されている。
【００２５】
　ここで前記水晶振動子２では、前記凹部２３のＸ方向の両側方に引き出し電極２６，２
７が形成されており、前記凹部２３におけるＸ方向の幅Ｌ２は、水晶振動子２のＸ方向の
幅Ｌに対して１／５～１／１０程度に設定することが好ましいい。また前記凹部２３の長
さ方向（Ｙ方向）の大きさは、既述のように前記切り込み貫通溝６２が引き出し電極２６
，２７の形成領域よりも内側（水晶片２１の中央側）に入り込まないように、この切り込
み貫通溝６２がこれら引き出し電極２６，２７よりも水晶片２１の前記一辺２１ａ側に寄
った位置に形成されるような大きさに設定される。
【００２６】
　このような水晶振動子２は、図９に示すようなセラミック製のベース体８１と金属製の
蓋体８２とからなるパッケージ８内に収納される。前記ベース体８１と蓋体８２とは、例
えば溶接材からなるシール材を介してシーム溶接され、その内部は真空状態となっている
。前記引き出し電極２６,２７は、パッケージ８内に設けられた一対の電極８３と導電性
接着剤８４を介して電気的に接続されている。図中８５はパッケージ８の下部に設けられ
た電極であり、パッケージ８内の配線を介して前記電極８３に電気的に接続されている。
このように構成されたパッケージ型水晶振動子の発振動作は、パッケージ８の下部に設け
られた電極８５、パッケージ８内に設けられた電極８３、引き出し電極２６，２７を通っ
て、水晶片２１の励振電極２４，２５に電圧が印加されることで起こる。
【００２７】
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　このような水晶振動子２では、切り離し用貫通溝６３が水晶片２１の外形線Ａよりも内
側に形成されているので、水晶片２１をウエハＷから切り離す際に、仮に切り離し用貫通
溝６３の外側で折り取られ、接続部２２の一部が残った状態で水晶片２１が折り取られた
としても、図１０に示すように、当該接続部２２の一部が水晶片２１の外形線Ａから飛び
出ることはない。このため水晶片２１が予め設定されていた大きさよりも大きくなるとい
ったことが発生しないため、パッケージ８の小型化により、当該水晶片２１の収納領域に
余裕がない場合であっても、当該水晶片２１をパッケージ８内における所定の位置に確実
に収納できる。これによりパッケージ８に設けられた電極８３等との電気的接触を十分に
確保できるので、安定した電気的特性を得ることができる。
【００２８】
　この際、水晶片２１には凹部２３が形成されることになるが、この例では凹部２３は引
き出し電極２６，２７の間に、これら引き出し電極２６，２７よりも水晶片２１における
前記一辺２１ａ側に寄った位置に形成され、引き出し電極２６，２７を超えて水晶片２１
の中央領域まで進入しないように形成されるので、このような凹部２３が形成されても水
晶片２１の電気的特性に悪影響を及ぼすおそれはほとんどない。
【００２９】
　さらに水晶片２１に凹部２３が形成されることにより、当該凹部２３の内側面２３ａ，
２３ｂに対しても引き出し電極２６，２７を形成することができる。このため、水晶片２
１の小型化が図られたとしても、当該内側面２３ａ，２３ｂを利用して引き出し電極２６
，２７を形成することにより、励振電極２４，２５及び引き出し電極２６，２７を合わせ
た電極部分のトータルの表面積をある程度確保することができる。このため電極の大きさ
に対する制約を軽減でき、特性（フィルタ特性）の条件出しが容易になる。
【００３０】
　以上において、前記切り離し用貫通溝６３は、仮に切り離し用貫通溝６３の外側で水晶
片２１が折り取られた場合であっても、水晶片２１の一辺２１ａにおける水晶片２１の外
形線Ａから接続部２２がはみ出さない位置であれば、どの位置に設けるようにしてもよい
し、切り離し用貫通溝６３の形状についてもどのようなものであってもよい。また図１１
に示すように、切り離し用貫通溝６３を切り込み貫通溝６２における水晶片２１の中央側
に寄った端部に設けるようにしてもよい。
【００３１】
　さらに水晶振動子２の形状は上述の例に限らず、図１２に示すように２つの接続部２２
ａ，２２ｂを備え、これら接続部２２ａ，２２ｂを利用して２つの凹部２３ａ，２３ｂが
形成される構成であってもよいし、接続部及び凹部は２つ以上設けるようにしてもよい。
また水晶片２１に形成される励振電極や引き出し電極の形状が異なるものであってもよい
。
【００３２】
　さらにパッケージ型水晶振動子の製造方法としては、上述の手法に限らず、素子用のウ
エハと、蓋体用のウエハと、ベース体用のウエハＷを用意し、素子用のウエハに多数の水
晶片２１を配列して形成し、次いでウエハＷに水晶片２１を接続した状態で当該水晶片２
１に励振電極及び引き出し電極を形成し、この後ベース体用のウエハＷと素子用のウエハ
Ｗと蓋体用のウエハＷとを重ね合わせてから、各水晶振動子２を切断して個片化するよう
にしてもよい。
【００３３】
　さらにまた水晶片２１に対する、金属膜や導電性膜の形成処理や、レジスト液の塗布処
理、露光処理、現像処理等については、従来から実施されている種々の手法を用いて行う
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】ウエハＷにおける水晶振動子形成領域及ウエハＷに形成されるマスクを示す平面
図である。
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【図２】水晶基板から水晶振動子を形成する際の工程図である。
【図３】水晶基板において水晶片の周りに外形形成用貫通溝を形成するための工程図であ
る。
【図４】ウエハＷ上に配列された水晶片を示す平面図である。
【図５】水晶片に電極を形成するための工程図である。
【図６】ウエハＷ上に形成された水晶振動子及びウエハＷから切り離された水晶振動子を
示す概略平面図である。
【図７】本発明の水晶振動子を示す平面図である。
【図８】本発明の水晶振動子を示す概略斜視図である。
【図９】本発明の水晶振動子が内蔵されたパッケージ形水晶振動子を示す縦断断面図であ
る。
【図１０】本発明の水晶振動子の他の例を示す平面図である。
【図１１】本発明の水晶振動子のさらに他の例を示す平面図である。
【図１２】本発明の水晶振動子のさらに他の例を示す平面図である。
【図１３】従来のウエハに水晶片が配列される様子を示す概略平面図である。
【符号の説明】
【００３５】
Ｗ　　　　　水晶基板
２　　　　　水晶振動子
２０　　　　水晶層
２１　　　　水晶片
２２　　　　接続部
２３　　　　凹部
２４，２５　励振電極
２６，２７　引き出し電極
６１　　　　外形形成用貫通溝
６２　　　　切り込み貫通溝
６３　　　　切り離し用貫通溝
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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】



(13) JP 2010-11352 A 2010.1.14

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(14) JP 2010-11352 A 2010.1.14

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】

【図９】
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